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摘要(译)

本发明提供一种微发光二极管转移方法，提供一个LED芯片初始基底，
所述LED芯片初始基底设置有多个LED芯片。同时，提供一个设置有多
个凹槽的转移底板，将所述多个LED芯片转移至所述多个凹槽中，获得
承载所述多个LED芯片的转移底板。并且，提供一个电路基板，使所述
转移底板与所述电路基板贴合，并将所述多个LED芯片的电极与所述电
路基板焊接。将所述转移底板与所述电路基板分离。将所述多个LED芯
片设置于所述LED芯片初始基底，并通过所述转移底板将所述多个LED
芯片转移至所述电路基板，可以每次转移大量的LED芯片，提高了生产
效率，避免了芯片偏移。
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